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Na terenie zak≥adu przeprowadzo-
no wiele doúwiadczeÒ i analiz,
ktÛre zaowocowa≥y opracowa-

niem skutecznej metody minimalizowania
wilgoci wewnπtrz obudÛw. W niniejszym
artykule, na podstawie przeprowadzonych
badaÒ, zostanπ obrazowo przedstawione
mechanizmy powstawania wilgoci w sza-
fach wolnostojπcych, oraz sposoby ogra-
niczenia tego zjawiska.

WilgoÊ wewnπtrz obudÛw powstaje na
skutek kondensacji pary wodnej. W powie-
trzu o wyøszej temperaturze znajduje siÍ
wiÍksza iloúÊ pary wodnej, ktÛra pod
wp≥ywem spadku temperatury skrapla siÍ.
Objawia siÍ to m.in. powstawaniem kropel
wody na wewnÍtrznych úcianach szafy,
oraz powierzchniach aparatury elektrycz-
nej (rys. 1). Zjawisko nasila siÍ w okresie
jesienno-zimowym.

Posadowienie obudowy, 
przegroda

Na podstawie przeprowadzonych do-
úwiadczeÒ moøna stwierdziÊ, øe zasadni-
czπ sprawπ w kwestii ograniczenia powsta-
wania wilgoci, jest odpowiednie posado-
wienie obudowy (rys. 2). Podstawowym
b≥Ídem pope≥nianym przez instalatorÛw
jest pozostawienie pustej przestrzeni we-
wnπtrz fundamentu. Po obsypaniu funda-
mentu ziemiπ, trzeba pamiÍtaÊ o zasypa-
niu jego wnÍtrza wype≥niaczem. Do tego
celu najlepiej nadaje siÍ przetestowany
przez firmÍ Emiter specjalny materia≥
o strukturze granulatu (rys. 3). Stanowi on
skutecznπ barierÍ dla wilgoci pochodzπcej
z pod≥oøa i jednoczeúnie zmniejsza pustπ

objÍtoúÊ rozdzielnicy. Ma to korzystny
wp≥yw na rÛønicÍ temperatur, w wyniku
czego zjawisko kondensacji zostaje ograni-
czone do minimum. Stosujπc to rozwiπza-
nie, naleøy postÍpowaÊ zgodnie z instruk-
cjπ, zw≥aszcza w kwestii iloúci wype≥nia-
cza dla poszczegÛlnych typÛw i rozmiarÛw
fundamentu. Podobny efekt moøna uzy-
skaÊ poprzez zamontowanie przegrody
miÍdzy obudowπ z≥πcza i fundamentem.

Stanowisko 
doúwiadczalne

Oba rozwiπzania sπ skutecznπ metodπ
walki z wilgociπ powstajπcπ wewnπtrz roz-
dzielnic, czego dowodem sπ wyniki pro-
wadzonych przez firmÍ Emiter obserwacji.
W tym celu na terenie firmy powsta≥o sta-
nowisko doúwiadczalne, na ktÛrym bada-
nia sπ realizowane od 2005 roku do chwi-

li obecnej (rys. 4). Polegajπ one na okre-
sowych oglÍdzinach i gromadzeniu doku-
mentacji w postaci zdjÍÊ, ktÛre stanowiπ
gotowy materia≥ do analizy. Wszystkie
prÛbki (obudowy z fundamentem tego sa-
mego typu i rozmiaru) zosta≥y rozmiesz-
czone na powierzchni kilkunastu m2 w po-
rÛwnywalnych warunkach terenowych
i klimatycznych.

W tabeli 1 zaprezentowane sπ wyniki
obserwacji z 2006 roku, ktÛre pokazujπ
stopieÒ zawilgocenia wnÍtrza szafy w za-
leønoúci od sposobu posadowienia z≥πcza
i pory roku. Przedstawiono kolejno trzy
przypadki.

Podsumowanie

Kondensacja pary wodnej w rozdzielni-
cach elektrycznych jest problemem, wobec
ktÛrego nie moøna pozostaÊ obojÍtnym.
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W≥aúnie rozpoczπ≥ siÍ okres jesienno-zimowy, charakteryzujπcy siÍ zmiennπ aurπ i znaczny-
mi wahaniami temperatury, ktÛra w czasie trwania jednej doby czÍsto przyjmuje wartoúci
ujemne i dodatnie. Taki mikroklimat sprzyja powstawaniu wilgoci w zamkniÍtych przestrze-
niach. Dotyczy to rÛwnieø rozdzielnic elektrycznych wolnostojπcych, w ktÛrych zjawisko te-
go typu jest wyjπtkowo niepoøπdane. Dlatego firma Emiter ñ producent obudÛw i rozdzielnic
ñ kilka lat temu rozpoczÍ≥a dzia≥ania w kierunku rozwiπzania tego problemu.

Rys. 1. 
Zjawisko kondensacji w obudowie: 

na powierzchni obudowy (z lewej) 
oraz na powierzchni aparatÛw
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Tabela 1. Wyniki obserwacji stanowiska doúwiadczalnego

PrÛbka nr 1 
obudowa + przegroda +

fundament

PrÛbka nr 3 
obudowa + fundament +
wype≥niacz fundamentu

PrÛbka nr 4  
obudowa + fundament

13.02.2006

WewnÍtrzna
powierzchnia
obudowy

21.04.2006

WewnÍtrzna
powierzchnia
obudowy

25.08.2006

WewnÍtrzna
powierzchnia
obudowy

22.09.2006

WewnÍtrzna
powierzchnia
obudowy
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WilgoÊ ma negatywny wp≥yw na pracÍ
urzπdzeÒ. Moøe byÊ powodem zak≥ÛceÒ
w dzia≥aniu, korozji, a nawet awarii. Do-
datkowo w okresie zimowym mogπ wystπ-
piÊ uszkodzenia mechaniczne elementÛw
obudowy, jak i zamontowanych w jej wnÍ-
trzu urzπdzeÒ, na skutek zamarzania na-

gromadzonej w szczelinach wody. Ma to
wiÍc zwiπzek z kwestiπ bezpieczeÒstwa.

Dlatego teø firma Emiter podjÍ≥a stara-
nia w celu zniwelowania tego zjawiska,
kierujπc siÍ jednoczeúnie za≥oøeniem, aby
rozwiπzanie by≥o skuteczne, tanie i ≥atwe
w zastosowaniu. Wyniki doúwiadczeÒ po-

kazujπ, øe cel zosta≥ osiπgniÍty. Oba roz-
wiπzania w pe≥ni eliminujπ wilgoÊ w obu-
dowie. OprÛcz tego nie wymagajπ dodat-
kowego nak≥adu pracy podczas instalowa-
nia z≥πcza wolnostojπcego. Koszt przedsiÍ-
wziÍcia jest niewspÛ≥mierny do uzyska-
nych korzyúci, g≥Ûwnie w zakresie bezpie-
czeÒstwa. Stosujπc opisane metody, naleøy
postÍpowaÊ úciúle wed≥ug instrukcji opra-
cowanej przez firmÍ Emiter, w ktÛrej po-
dano m. in. dok≥adnπ iloúÊ wype≥niacza dla
kaødego typu i rozmiaru fundamentu.

Roman Bieda

Roman Bednarczyk

Autorzy sπ pracownikami 
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Rys. 2. Prawid≥owe posadowienie obudowy: W ñ wymiar zaleøny od typu fundamentu

Rys. 3. Wype≥niacz fundamentu

Rys. 4. Szafy wolnostojπce poddawane badaniom
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